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Abstract (en)
The production of a helically wound body, especially an incandescent element, comprises heat treating a high melting material wire (3) in the region
of its recrystallisation temperature and then immediately winding the wire (3) on a core (1). Preferably, the wire (3) is a tungsten wire and is heat
treated by an argon/nitrogen or argon/helium plasma torch (4) at just below, preferably 60-90% of, the recrystallisation temperature. Also claimed
are: (i) a coil, especially an incandescent element, or electrode produced by the above process; and (ii) a lamp equipped with the above coil or
electrode.

Abstract (de)
Das Verfahren zeichnet sich dadurch aus, daB3 eine thermische Behandlung des Gliihdrahts bei Temperaturen von mehr als 1200 °C bereits vor
dem Wickeln des Gluhdrahts stattfindet, so da3 das Gewendel nach dem Vereinzeln aufspringt und sich leicht vom Kerndraht I6sen 1&Bt. <IMAGE>
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